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초 록: 스퍼터링에 의한 박막의 형성에서 박막의 박리나 기판의 휨은 박막내의 내부 응력과 깊은 관련이 있다. 특히 
Ti/TiN구조로 많이 사용되는 TiN은 반도체 barrier 층으로 사용이 되기도 하며 하드 코팅 재료로도 많은 연구가 이루어지
고 있다. 특히 TiN에 존재하는 높은 압축응력은 연성기판재나 무른 금속재질의 기판을 휘게도 하며, 심할 경우 박막의 박
리 현상이 자주 관찰된다. 이렇게 높은 스트레스를 제어하기 위한 기초 연구로 다양한 금속층 박막의 스트레스와 완화시
키기 위한 공정 조건 및 스트레스 특성을 확인하였다.

1. 서론

스퍼터링 등의 진공 박막 증착공정은 박막의 형성과 평가의 과정을 거치며 이때 박막의 안정한 상태를 유지하는 것이 매
우 중요하나 심한 스트레스나 밀착력의 저하로 인해 박막의 안정성과 디바이스로서의 작동성능에 영향을 주기도 한다. 본 
연구에서는 금속 스퍼터링시의 박막의 스트레스 거동을 살펴보았다. 단일 막으로서의 안정성이 다층박막으로 성장시에 변
화가 수반되기도 하며, 다층박막내에서도 공정조건별로 다른 양상을 보이기도 한다. 특히 재료의 종류에 따라서는 다양한 
인장응력과 압축응력의 차이를 만들어내며 이들 재료로서 Ti/TiN 등의 구조와 Cu 등의 재료별 특성도 관찰하였고 공정 조
건별 박막의 스트레스 변화를 살펴보고자 하였다.

2. 본론

DC 스퍼터링에 의하여 금속 및 폴리머 시편에 대한 다양한 스퍼터링 박막을 형성하였고 그 스트레스를 측정하여 비교하
였다. 박막의 두께가 스트레스에 영향을 주나 두께외에 스트레스를 조절할 수 있는 공정조건을 확인하였고, 이를 적용하여 
다층박막의 스트레스 제어가 가능함을 확인하였다. 스퍼터링 공정 변수로는 타겟 파워, 압력, 시간 등이었다.

             

                                (a)                                             (b)
Fig. 1. 스퍼터링된 금속 박막의 두께 변화 (a : 2.7㎛, b : 1um)

3. 결론

하드코팅 및 디바이스에 적용되는 금속 박막의 스트레스 변화를 관찰하였다. 공정조건에 스트레스는 민감하게 변하였고, 두
께와 스트레스의 관계 및 조절하는 과정을 확인하고자 하였다.
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